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(57)摘要

本发明涉及PCB板加工领域，尤其涉及一种

PCB板半孔锣板加工结构及加工方法。包括底座、

定位销钉、PCB板、盖板、垫板和锣刀装置，所述

PCB板上设置有通孔，所述底座、盖板和垫板上设

置有与PCB板通孔相对应的定位孔，所述销钉固

定在所述底座的定位孔中，通过定位销钉将所述

垫板、PCB板和盖板依次平行叠置并固定在底座

上，所述锣刀装置在铜孔处沿垂直于盖板方向锣

切PCB板。本发明的PCB板半孔锣板加工结构及加

工方法通过在PCB板锣切半孔前，在PCB板上下方

分别加设盖板以及垫板，同时通过定位销钉将盖

板、PCB板和垫板定位并固定在底座上，避免或减

少锣刀锣切半孔时出现的铜丝披峰和铜皮翘起

现象，保护半孔内的铜丝不被扯出或破坏。
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1.一种PCB板半孔锣板加工结构，其特征在于，包括底座（101）、定位销钉（102）、PCB板

（103）、盖板（104）、垫板（105）和锣刀装置（106），所述PCB板（103）上设置有通孔，所述底座

（101）、盖板（104）和垫板（105）上设置有与PCB板（103）通孔相对应的定位孔，所述销钉固定

在所述底座（101）的定位孔中，通过销钉将所述垫板（105）、PCB板（103）和盖板（104）依次平

行叠置并固定在底座（101）上，所述锣刀装置（106）在铜孔（107）处沿垂直于盖板（104）方向

锣切PCB板（103）。

2.根据权利要求1所述的加工结构，其特征在于，所述盖板（104）四周利用美纹胶纸固

定。

3.根据权利要求2所述的加工结构，其特征在于，所述盖板（104）厚度为1.0mm-1 .2mm，

所述垫板（105）厚度为2.0mm。

4.根据权利要求1所述的加工结构，其特征在于，所述PCB板（103）有多个，所述PCB板

（103）的个数由盖板（104）、PCB板（103）和垫板（105）的厚度以及锣刀的有效切割长度确定。

5.一种PCB板半孔锣板加工方法，其特征在于，其包括以下步骤：

S1、准备待加工PCB叠板、盖板（104）和垫板（105），根据PCB叠板、盖板（104）和垫板

（105）的厚度和PCB板（103）的定位孔调节钻头直径和深度；

S2、根据PCB板（103）的定位孔位置选取xy轴上的原点；

S3、根据PCB叠板、盖板（104）和垫板（105）的厚度选取定位销钉（102），在底座（101）上

钻取定位孔，再将定位销钉（102）打入定位孔中；

S4、在盖板（104）和垫板（105）上钻取与定位孔相应的对应孔，通过定位销钉（102）将盖

板（104）、PCB叠板和垫板（105）依次平面叠置并固定在底座（101）上；

S5、根据PCB叠板铜孔（107）位置选取锣切的原点，根据PCB叠板、盖板（104）和垫板

（105）的厚度调节锣刀的刀刃和相关参数；

S6、开始PCB板（103）锣切PCB板（103）上的半孔；

S7、锣板完成后，依次下盖板（104）和PCB板（103）。

6.根据权利要求5所述的加工方法，其特征在于，所述步骤S1中所述PCB叠板由多个PCB

板（103）叠置组成，  PCB叠板的块数由盖板（104）、PCB板（103）和垫板（105）的厚度以及锣刀

的有效切割长度确定。

7.根据权利要求6所述的加工方法，其特征在于，所述步骤S4还包括用美纹胶纸将盖板

（104）四周固定。

8.根据权利要求5所述的加工方法，其特征在于，所述步骤S5中所述参数包括锣刀转

速、下刀速度、提刀速度和补偿值。

9.一种PCB半孔板制造改进方法，其特征在于，其加工步骤依次为：电锡前处理、电锡、

蚀刻、半测、阻焊、文字、锣板、电测、包装；所述加工步骤中的锣板工序采用权利要求5所述

的PCB板半孔锣板加工方法。

10.根据权利要求9所述的加工方法，其特征在于，所述电镀前处理依次包括开料、内

层、压合、钻孔、沉铜和线路处理。
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一种PCB板半孔锣板加工结构及加工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及PCB板加工领域，尤其涉及一种PCB板半孔锣板加工结构及加工方法。

背景技术

[0002] 随着终端应用市场需求的增长，全球PCB行业在不断发展，其中PCB半孔加工工艺

是其中的重点发展方向之一。PCB板半孔，在PCB行业中也叫邮票孔，是可以直接将孔边与主

边进行焊接的，可以节省连接器和空间，在信号电路里的应用十分广泛。

[0003] 而PCB半孔板的制作过程中，锣板工艺为其中的关键，而锣板过程中时常出现的铜

丝披锋和铜皮翘起现象，给半孔板的制作造成了极大的困难。同时整个PCB半孔板的制作过

程中会有两次锣板，分别为粗锣和细锣，两次锣板是为了保护半孔板内的铜丝并保证其质

量，但制造工序相对繁多，极大地影响了PCB半孔板的生产效率。

发明内容

[0004] 本发明为克服上述现有技术所述的至少一种缺陷（不足），提供一种PCB板半孔锣

板加工结构及加工方法。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明的技术方案如下：

一种PCB板半孔锣板加工结构，包括底座、定位销钉、PCB板、盖板、垫板和锣刀装置，所

述PCB板上设置有通孔，所述底座、盖板和垫板上设置有与PCB板通孔相对应的定位孔，所述

销钉固定在所述底座的定位孔中，通过定位销钉将所述垫板、PCB板和盖板依次平行叠置并

固定在底座上，所述锣刀装置在铜孔处沿垂直于盖板方向锣切PCB板。PCB板可以有多个，

PCB板的个数由垫板、PCB板和盖板的厚度和锣刀装置有效切割长度所决定。

[0006] 本发明关键是当PCB板锣切半孔前，在PCB板上下方分别加设盖板以及垫板，同时

通过定位销钉将盖板、PCB板和垫板定位并固定在底座上，避免或减少锣刀锣切半孔时出现

的铜丝披峰和铜皮翘起现象，保护半孔内的铜丝不被扯出或破坏。

[0007] 进一步的，所述盖板四周利用美纹胶纸固定，将盖板与PCB板固定在一起，防止在

锣切半孔时出现间隙，对加工造成影响。

[0008] 进一步的，所述盖板厚度为1.0mm-1.2mm，所述垫板厚度为2.0mm。

[0009] 本发明还提供一种PCB板半孔锣板加工方法，包括以下步骤：S1、准备待加工PCB叠

板、盖板和垫板，根据PCB叠板、盖板和垫板的厚度和PCB板的定位孔调节钻头直径和深度；

S2、根据PCB板的定位孔位置选取xy轴上的原点；S3、根据PCB叠板、盖板和垫板的厚度选取

定位销钉，在底座上钻取定位孔，再将定位销钉打入定位孔中；S4、在盖板和垫板上钻取与

定位孔相应的对应孔，通过定位销钉将盖板、PCB叠板和垫板依次平面叠置并固定在底座

上；S5、根据PCB叠板铜孔位置选取锣切的原点，根据PCB叠板、盖板和垫板的厚度调节锣刀

的刀刃和相关参数；S6、开始PCB板锣切PCB板上的半孔；S7、锣板完成后，依次下盖板和PCB

板。

[0010] 本加工方法在底座上设置与PCB板通孔对应的定位孔并打入定位销钉，可将叠置
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在底座上方的PCB叠板固定，同时在PCB叠板上加设盖板和垫板，保护PCB板的上下表面，解

决了在锣切过程中容易出现铜丝披峰和铜皮翘起的问题，并保护半空中的铜丝不被扯出或

破坏。

[0011] 进一步的，所述步骤S1中所述PCB叠板由多个PCB板叠置组成，  PCB叠板的块数由

盖板、PCB板和垫板的厚度以及锣刀的有效切割长度确定。

[0012] 进一步的，所述步骤S4还包括用美纹胶纸将盖板四周固定。

[0013] 进一步的，所述步骤S5中所述参数包括锣刀转速、下刀速度、提刀速度和补偿值，

参数修改完毕后转入对应刀具，同时调整底座深度。

[0014] 另外的，本发明还提供一种PCB半孔板制造改进方法，其加工步骤依次为：电锡前

处理、电锡、蚀刻、半测、阻焊、文字、锣板、电测、包装；所述加工步骤中的锣板工序采用上述

的PCB板半孔锣板加工方法。由于PCB板半孔锣板加工方法加入了盖板和垫板保护PCB，不会

对成型的PCB板造成损伤，因此无需分粗锣和精锣两次锣板，只需在成型后的PCB板进行一

次锣半孔操作。

[0015] 本改进方法采用上述PCB板半孔锣板加工方法，相比起常规流程，无需分为粗锣和

精锣两次锣板，只需要对完成电锡前处理、电锡、蚀刻、半测、阻焊、文字等操作后的成型的

PCB板进行一次锣板，后再进行包装即可完成PCB板的制作，将两次锣板操作简化为一次，减

少了制造工序，大幅度地提升了制作效率。

[0016] 进一步的，所述电镀前处理依次包括开料、内层、压合、钻孔、沉铜和线路处理。

[0017] 与现有技术相比，本发明的PCB板半孔锣板加工结构及加工方法通过在PCB板锣切

半孔前，在PCB板上下方分别加设盖板以及垫板，同时通过定位销钉将盖板、PCB板和垫板定

位并固定在底座上，避免或减少锣刀锣切半孔时出现的铜丝披峰和铜皮翘起现象，保护半

孔内的铜丝不被扯出或破坏。同时利用PCB板半孔锣板加工方法，减少了PCB半孔板的制造

工序，提高了PCB板生产的效率。

附图说明

[0018] 图1a和图1b为本发明实施例加工结构的结构图。

[0019] 图2为本发明实施例加工方法结构图。.

其中，101底座、102定位销钉、103PCB板、104盖板、105垫板。

具体实施方式

[0020] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图和实施例对本发明的技术方案做进

一步的说明。

[0021] 实施例一

参阅图1-2，一种PCB板半孔锣板加工结构，包括底座101、定位销钉102、PCB板103、盖板

104、垫板105和锣刀装置106，PCB板103上设置有通孔，底座101、盖板104和垫板105上设置

有与PCB板103通孔相对应的定位孔，销钉固定在底座101的定位孔中，通过销钉将垫板105、

PCB板103和盖板104依次平行叠置并固定在底座101上，锣刀装置106在铜孔107处沿垂直于

盖板104方向锣切PCB板103。

[0022] PCB板103可以有多个，PCB板103的个数由垫板105、PCB板103和盖板104的厚度和
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锣刀装置106有效切割长度所决定。盖板104四周利用美纹胶纸固定。盖板104厚度为1.0mm-

1.2mm，垫板105厚度为2.0mm。锣刀刀具的直径为0.8-2.4mm。在本实施例中，盖板104的厚度

为1.0mm。

[0023] 底座101的定位孔深度根据垫板105、PCB板103和盖板104的厚度决定，定位销钉

102的长度大于定位孔深度和垫板105、PCB板103和盖板104的厚度相加之和。

[0024] 实施例二

参阅图1-2，一种PCB板半孔锣板加工方法，包括以下步骤：S1、准备待加工PCB叠板、盖

板104和垫板105，根据PCB叠板、盖板104和垫板105的厚度和PCB板103的定位孔调节钻头直

径和深度；S2、根据PCB板103的定位孔位置选取xy轴上的原点；S3、根据PCB叠板、盖板104和

垫板105的厚度选取定位销钉102，在底座101上钻取定位孔，再将定位销钉102打入定位孔

中；S4、在盖板104和垫板105上钻取与定位孔相应的对应孔，通过定位销钉102将盖板104、

PCB叠板和垫板105依次平面叠置并固定在底座101上；S5、根据PCB叠板铜孔107位置选取锣

切的原点，根据PCB叠板、盖板104和垫板105的厚度调节锣刀的刀刃和相关参数；S6、开始

PCB板103锣切PCB板103上的半孔；S7、锣板完成后，依次下盖板104和PCB板103。

[0025] 步骤S1中PCB叠板由多个PCB板103叠置组成，  PCB叠板的块数由盖板104、PCB板

103和垫板105的厚度以及锣刀的有效切割长度确定。步骤S4还包括用美纹胶纸将盖板104

四周固定。步骤S5中参数包括锣刀转速、下刀速度、提刀速度和补偿值，参数修改完毕后转

入对应刀具，同时调整底座101深度。

[0026] 实施例三

本发明还提供一种PCB半孔板制造改进方法，其加工步骤依次为：电锡前处理、电锡、蚀

刻、半测、阻焊、文字、锣板、电测、包装；加工步骤中的锣板工序采用上述的PCB板半孔锣板

加工方法。由于PCB板半孔锣板加工方法加入了盖板104和垫板105保护PCB，不会对成型的

PCB板103造成损伤，因此无需分粗锣和精锣两次锣板，只需在成型后的PCB板103进行一次

锣半孔操作。电镀前处理依次包括开料、内层、压合、钻孔、沉铜和线路处理。

[0027] 显然，本发明的上述实施例仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对本

发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以

做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发

明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求的

保护范围之内。
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图1a

图1b
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图2
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